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DESCRIPCION

Dispositivo de control.

La invencidn se refiere a un dispositivo de control,
en particular a un dispositivo de control para un vehi-
culo automdvil, con una carcasa en la que se aloja una
placa de circuitos de varias capas.

Se conocen formas constructivas de un dispositi-
vo de control con una salida de conector en paralelo
que no obstante en base a su forma constructiva nece-
sitan un espacio nada despreciable. En una salida del
conector en paralelo estdn dispuestas las piezas del
conector en una cara frontal de una carcasa del dis-
positivo de control, con lo que la direccién de ensam-
blado del conector discurre en paralelo a una placa
de suelo de la carcasa. Esta forma constructiva resulta
ventajosa debido a la reducida altura constructiva.

Por un lado, se conoce (DE 37 33 072 Al), la uti-
lizacién de conectores en los que los contactos del co-
nector estan doblados tal que por una parte se encuen-
tran perpendiculares al plano de la placa de circuitos y
debido al doblado de las espigas de contacto la direc-
cioén de ensamblado del conector discurre en paralelo
a este plano de la placa de circuitos.

Se conoce ademas una placa de circuitos con va-
rias zonas rigidas (US 5,77,850 A), que estdn unidas
entre s{ mediante zonas flexibles de vias conductoras.

Ademds, se conoce una placa de circuitos de va-
rias capas (US 6,288,343 A) en la que una primera
zona de la placa de circuitos de varias capas estd uni-
da con una segunda zona de la placa de circuitos de
varias capas a través de una tercera zona, que en com-
paracién con la primera y segunda zonas presenta una
cantidad inferior de capas.

En esta forma constructiva conocida resulta un in-
conveniente que la zona en la que discurren los con-
tactos del conector entre la pieza conectora y la pla-
ca de circuitos no pueda equiparse con componentes
eléctricos u electrénicos y con ello esta pieza de la
placa conductora no pueda utilizarse.

Puesto que el espacio constructivo que puede ocu-
par un dispositivo de control es cada vez mas peque-
o, deben disponerse los componentes necesarios en
la parte de la placa de circuitos reducida debido al
conector. Debido a ello resultan exigencias conside-
rables a la placa de circuitos y a la disposicion del
sistema de circuitos.

Otra posibilidad constructiva conocida de realizar
una salida del conector paralela u horizontal consiste
en laminar una placa de circuitos flexible (la llama-
da flexilamina) sobre placas de base fijas, la mayoria
de las veces placas de aluminio y dejar entonces una
zona de doblado entre la placa de circuitos y el co-
nector. Tales estructuras se conocen por ejemplo por
la DE 43 03 908 Al, la EP 0 706 311 B1 o bien la
US 6,655,017 B1. Al respecto resulta no obstante un
inconveniente que las ldminas de placas de circuitos
flexibles sélo puedan obtenerse con dos capas y por
otro lado puedan equiparse sélo por un lado debido
al laminado sobre una placa rigida. De esta manera
aumenta la necesidad de superficie de base del siste-
ma de circuitos de nuevo y no presenta ventaja alguna
frente a un conector con contactos de conector dobla-
dos.

Tampoco son adecuadas flexildminas para aplica-
ciones con microcontroladores modernos, ya que aqui
se necesitan al menos placas de circuitos con cuatro o
con varias capas. Una flexildmina tampoco es adecua-
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da para la toma de contacto de conectores con multi-
ples espigas de conexién. La cantidad de espigas de
conexién queda limitada debido a su estructura de dos
capas.

Ademads, un conector s6lo puede soldarse con una
flexildmina. La flexilimina no es adecuada para una
introduccion a presion de espigas de contacto. Con
ello ha de renunciarse a una toma de contacto mas
fiable con contactos de introduccién a presion.

Otro inconveniente de un dispositivo de control
que estd constituido con laminas de placas de circui-
tos flexibles resulta que el sistema de circuitos es sus-
ceptible de averfas debido a la falta de capas de pan-
talla en cuanto a la compatibilidad electromagnética
(CEM).

Otra posibilidad conocida de unir una placa de cir-
cuitos de varias capas con un conector consiste en unir
ambos de nuevo a través de un cable insertado o sol-
dado (US 4,858,071A). Entonces deben no obstante
conducirse las sefiales 16gicas que en las placas de cir-
cuitos de varias capas discurren principalmente en las
capas interiores a las capas exteriores de la placa de
circuitos. Estd llamada desconcentracién precisa no
obstante también de nuevo espacio sobre la placa de
circuitos. Este es la mayoria de las veces superior a la
necesidad de espacio de los pins de conectores aco-
dados. En uniones por enchufe necesitan a su vez los
conectores adicionales una superficie adicional y un
volumen adicional en el dispositivo de control, con lo
que entonces no se gana espacio constructivo.

Un conector es aqui un componente que permite
conectar conductores eléctricos y que estd destinado
a establecer y/o separar uniones con una contrapieza
adecuada. Los conectores son elementos de servicio
que desde luego cuando se utilizan segtin normas (ba-
jo tensién eléctrica) no deben ser insertados o separa-
dos. El propio conector estd compuesto por la carcasa
del conector y las superficies de contacto o contactos
de conector. El conector puede no obstante ser tam-
bién aqui un dispositivo de enchufe, es decir, un ele-
mento de servicio, que cuando se utiliza segiin normas
puede insertarse o separarse bajo tensioén eléctrica o
bajo carga.

Es tarea de la invencién lograr un dispositivo de
control y un procedimiento para fabricar un disposi-
tivo de control que ofrezca a igualdad de superficie
de base mds espacio para componentes eléctricos y/o
electrénicos.

La tarea se resuelve segiin de la invencién median-
te un dispositivo de control con las particularidades de
la reivindicacién 1 y mediante un procedimiento para
fabricar un Dispositivo de control con las particulari-
dades de la reivindicacién 6.

El dispositivo de control presenta una carcasa, una
placa de circuitos de varias capas y de una sola pieza
y un conector. La placa de circuitos presenta una pri-
mera parte equipada con componentes eléctricos y/o
electrénicos, una segunda parte unida eléctrica y me-
cdnicamente con el conector y una tercera parte que
une la primera y la segunda parte de la placa de circui-
tos de varias capas. Esta tercera parte es una zona de
doblado que esta configurada tal que la segunda parte
de la placa de circuitos de una sola pieza puede do-
blarse de tal manera que el conector puede disponer-
se en una escotadura prevista para ello de la carcasa.
La primera y la segunda parte de la placa conductora
presentan entonces al menos cuatro capas y la tercera
parte de la placa conductora dos capas.
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Como capa de una placa de circuitos ha de enten-
derse aqui un recubrimiento metélico aplicado sobre
un material de substrato. El material de substrato pue-
de estar entonces recubierto tanto por un lado como
también por dos lados. Una capa de la placa de circui-
tos puede incluir vias conductoras y/o superficies de
masa y de alimentacion.

Esta estructura ofrece la ventaja de que una pla-
ca de circuitos de varias capas estd unida a través de
una zona de doblado de varias capas con una zona de
conexién igualmente de varias capas para un conec-
tor. Los contactos del conector se encuentran entonces
perpendiculares a la segunda parte de la placa de cir-
cuitos. Mediante este sistema se incrementa atin mas
la proporcién de superficie de base de la placa de cir-
cuitos sobre la que pueden disponerse componentes
eléctricos y/o electrénicos.

La placa de circuitos es flexible o puede doblarse
en la tercera parte de la placa de circuitos. Flexible
significa aqui que la placa de circuitos, tras el dobla-
do sin un tope, retorna aproximadamente a su forma
inicial. Que puede doblarse significa que la placa de
circuitos puede doblarse sin destruirse y tras el dobla-
do permanece en gran medida en la forma en la que
ha sido doblada.

Ventajosos perfeccionamientos de la invencidn se
indican en las reivindicaciones secundarias.

Por ello no estd dispuesta en la primera parte de
la placa de circuitos ninguna via conductora que sirva
para la unién directa entre componentes y los contac-
tos del conector. La unién entre elementos eléctricos
y/o electrénicos y los contactos del conector se rea-
liza a través de las vias conductoras de la segunda y
tercera parte de la placa de circuitos.

Por lo demds, puede equiparse la primera parte de
la placa de circuitos por ambos lados, con lo que ca-
si se dobla la zona de la placa de circuitos que puede
equiparse con componentes eléctricos y/o electréni-
COS.

Ventajosos perfeccionamientos de la invencion se
indican en las reivindicaciones dependientes.

La placa de circuitos es ventajosamente una pla-
ca de circuitos rigida-flexible. La misma presenta al
menos en la parte flexible de la placa de circuitos un
material de substrato (nidcleo) flexible, por ejemplo
fabricado de poliimida. Este nicleo estd dotado por
ambos lados de respectivos recubrimientos metédlicos
y en la zona rigida, aqui la primera y la segunda parte
de la placa de circuitos, con otras capas, compuestas
por materiales de substrato rigidos (material de ba-
se) por ejemplo fibra de vidrio y resina epoxi (FR4)
e igualmente un recubrimiento metalico. Estas capas
pueden estar unidas en cada caso mediante una capa
adhesiva (Prepreq).

Una placa de circuitos asi constituida puede do-
blarse asi en la parte flexible, que estd compuesta por
capas con una capa intermedia flexible, un nicleo de
poliimida, tal que los elementos de contacto del co-
nector discurren en estado de doblado en paralelo al
plano de la placa de circuitos de la primera parte de la
placa de circuitos.

En una segunda forma constructiva preferente se
mecaniza con arranque de viruta una placa de circui-
tos en la zona que debe servir como tercera parte y con
ello como zona de doblado, con lo que la cantidad de
capas y también el espesor de la placa de circuitos se
reduce en esta parte y resulta una zona que puede do-
blarse al menos una vez, la tercera parte de la placa de
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circuitos.

En una tercera forma constructiva preferente pue-
de estar fabricada la placa de circuitos por el llamado
material semiflex. Estas placas de circuitos semiflex
solo pueden doblarse una sola vez y pueden tener adi-
cionalmente sélo solicitaciones estiticas. El material
de base es una resina especial y poliimida, por ejem-
plo CEMI1.

Son posibles también cualesquiera combinaciones
de estas formas constructivas antes citadas.

Ademéds, puede presentar la placa de circuitos una
segunda zona de doblado, dispuesta en el lado opues-
to a la primera zona de doblado de la segunda parte de
la placa de circuitos y a la que sigue una cuarta parte
de la placa de circuitos aproximadamente paralela a la
primera parte de la placa de circuitos en un estado de
doblado. Mediante esta disposicién aproximadamente
en forma de “U” de la placa de circuitos sigue incre-
mentdndose la zona de la primera y cuarta parte de
la placa de circuitos que puede equiparse. Entonces
se unen ambas partes rigidas primera y cuarta de la
placa de circuitos a través de las zonas flexibles de la
placa de circuitos y de la parte de la placa de circui-
tos igualmente rigida dispuesta en el conector. De esta
manera resulta una unién eléctrica sencilla y ahorra-
dora de espacio entre la primera y la cuarta parte de la
placa de circuitos.

Sobre la segunda parte de la placa de circuitos, que
estd unida eléctrica y mecdnicamente con el conec-
tor, pueden estar dispuestos también componentes, en
particular condensadores de bloque (o de apoyo), que
sirven para mejorar la compatibilidad electromagné-
tica y como proteccion frente a descargas electrosta-
ticas. Para estos condensadores de bloque resulta de
esta manera la ventaja de que estos condensadores es-
tan dispuestos directamente en el contacto de enchufe,
es decir, en el lugar de su maxima repercusion, y tam-
poco necesitan ninguna superficie de base en la zona
de la primera parte de la placa conductora.

En otra forma constructiva preferente los contac-
tos del conector son contactos introducidos a presion.
Estos se introducen a presion, para la toma de contac-
to eléctrica y mecdnica, entre los contactos del conec-
tor y la placa de circuitos en escotaduras metalizadas
de la segunda parte de la placa de circuitos.

Aqui puede distinguirse bdsicamente entre dos
formas constructivas. Por un lado, los contactos masi-
vos de introduccidn a presion, que estdn configurados
masivamente en la zona de introduccién a presién y
en los que se aplican las fuerzas necesarias para las
uniones a presién mediante la deformacién del aguje-
ro de la placa de circuitos, en el que estd introducido a
presion el contacto de presion. Por otro lado, los ele-
mentos de contacto eldsticos, que estdn configurados
elasticamente en la zona de introduccién a presiéon y a
los que se aplican las fuerzas necesarias para la unién
a presiéon mediante la deformacién de los contactos
eléctricos de introduccién a presion.

Un conector asi configurado con contactos de in-
troduccién a presién puede unirse asi tras el equipa-
miento de la placa de circuitos mecdnica y eléctrica-
mente con la misma. Asi puede introducirse prime-
ramente en la carcasa la placa de circuitos comple-
tamente equipada, sobre la que estdn aplicados por
ejemplo también ya los condensadores de desacopla-
miento, se cierra esta carcasa a continuacién y des-
pués se introduce a presion el conector desde fuera
con la segunda parte de la placa de circuitos.
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Varios ejemplos de ejecucién de la invencion se
describen a continuacién més en detalle con referen-
cia a los dibujos esquematicos. Se muestra en:

Figura 1 un dibujo de explosion de un dispositivo
de control correspondiente a la invencidn,

figura 2 una placa de circuitos tal como la que se
utiliza en el dispositivo de control segtn la figura 1 y

figuras 3a, b y c, varios ejemplos ejecucion de la
placa de circuitos para el dispositivo de control.

La figura 1 muestra un dispositivo de control, por
ejemplo un dispositivo de control de un motor o de
un engranaje para un vehiculo automévil. Puede pen-
sarse también en dispositivos de control combinados
para motor y engranaje u otras funciones de control
y regulacién de un vehiculo automdévil. El dispositi-
vo de control presenta una carcasa 3, que aqui estd
compuesta por un suelo de carcasa 3.1 y una tapa de
carcasa 3.2. La carcasa formada por el suelo 3.1 y la
tapa 3.2 presenta una abertura 10 en el lado frontal,
en la que puede alojarse un conector 2. El conector
alojado cierra la carcasa.

Entre suelo 3.1 y tapa 3.2, se aloja en una ranura
una junta 11, pudiendo tratarse tanto de una junta pre-
fabricada a partir de un material de plastico o también
de una junta liquida revenida o no revenida. Entre car-
casa 3 y conector 2 se aloja igualmente una junta 2.11.

Con el conector 2 estd unida eléctrica y mecédnica-
mente una placa de circuitos 1, que cuando estd mon-
tada esta dispuesta en el interior de la carcasa 3.

Esta placa de circuitos 1 con varias capas presenta
una primera parte rigida 1.1, que estd equipada al me-
nos parcialmente por ambos lados con componentes
5. Una segunda parte 1.2 igualmente rigida de la pla-
ca de circuitos estd unida eléctrica y mecdnicamente
con el conector 2. Una tercera parte 1.3 esta dispuesta
entre la primera 1.1 y la segunda 1.2 parte de la placa
de circuitos 1 y conecta ésta eléctrica y mecanicamen-
te.

Esta tercera parte 1.3 pueden doblarse, es decir, la
segunda parte 1.2 con el conector 2 pueden doblarse
al menos una vez para alojar la placa de circuitos 1 en
la carcasa 3 en esta parte 1.3, con lo que el conector 2
puede alojarse en la abertura frontal 10 de la carcasa.

Alternativamente puede introducirse primeramen-
te la placa de circuitos 1 doblada en la carcasa y alo-
jarse el conector 2 antes o después de cerrar la carca-
sa, es decir, tras montar el suelo 3.1 con la tapa 3.2 en
la abertura 10. Al respecto es ventajoso que las espi-
gas de contacto 2.1 del conector 2 y las escotaduras
estén dispuestas en la segunda zona 1.2 de la placa de
circuitos 1 tal que las espigas de contacto 2.1 puedan
introducirse a presién facilmente en las escotaduras
de la placa de circuitos 1 y de esta manera resulte una
unidén eléctrica y mecdnica entre espiga de contactos
2.1y placa de circuitos 1.2.

En las zonas en las que debido a las elevadas po-
tencias de pérdidas de los componentes eléctricos 5
deba evacuarse el calor, es ventajoso unir directamen-
te la segunda cara de la placa de circuitos 1.1 con el
suelo 3.1 de la carcasa 3 y de esta manera lograr un
circuito buen conductor térmicamente para evacuar el
calor generado por la potencia de pérdidas. El suelo
3.1 funciona asi como cuerpo de refrigeracion.

En la zona de la primera parte 1.1 de la placa de
circuitos 1, en la que la misma estd equipada por las
dos caras, presenta el suelo 3.2 una escotadura 12. En
esta escotadura sobresalen los componentes equipa-
dos en el lado de la placa de circuitos 1 orientado al
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suelo 3.1 en esta escotadura 12. La zona de la prime-
ra parte 1.1 equipada sé6lo por un lado, se encuentra
plana sobre el suelo 3.1, con lo que en esta zona se
optimiza la resistencia térmica de paso entre placa de
circuitos 1 y suelo 3.1.

La placa de circuitos 1 estd configurada aqui co-
mo placa de circuitos de cuatro capas. En la figura
1 se representan no obstante s6lo esquematicamente
dos vias conductoras 6 de la capa superior exterior de
la placa de circuitos 1.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de la
placa de circuitos 1 unida con el conector 2. All{ se
representa el lado de la placa de circuitos 1 orientado
hacia el suelo 3.1 de la carcasa 3. El lado inferior de
la primera parte 1.1 de la placa de circuitos 1 presen-
ta a su vez componentes eléctricos 5 y dos placa de
circuitos 6. Aqui se representan las vias conductoras
6 a modo de ejemplo para todas las vias conductoras
que estdn dispuestas en la capa inferior exterior de la
primera parte 1.1 de la placa de circuitos 1.

En el lado opuesto al conector 2 de la segunda par-
te 1.2 de la placa de circuitos 1 estd representado un
condensador 7 (ver también al respecto la figura 3b),
que esta unido por un lado con una primera espiga de
contacto 2.1 y por otro lado con una segunda espiga
de contacto 2.1 o con masa eléctricamente y que sirve
como el llamado condensador de bloque. El conden-
sador 7 aumenta la compatibilidad electromagnética
(CEM) del Dispositivo de control y protege el circui-
to eléctrico frente a descargas electroestiticas (ESD)
indeseadas.

Resulta especialmente ventajoso disponer estos
condensadores 7 lo mds cerca posible de las espigas
de contacto 2.1, ya que alli despliegan su maximo
efecto, en las proximidades del lugar donde se presen-
tan las perturbaciones. También es posible fijar com-
ponentes, como el condensador 7, en el lado de la se-
gunda parte 1.2 orientado hacia el conector 2 (ver al
respecto la figura 3c).

Las figuras 3a, 3b y 3c representan tres ejemplos
de ejecucidn de placas de circuitos 1, tal como pueden
utilizarse en el Dispositivo de control. Las placas de
circuitos 1 se representan aqui en estado sin doblar en
seccién a lo largo de la placa de circuitos 1, permitien-
do este estado un equipamiento sencillo con compo-
nentes eléctricos y/o electrénicos, ya que la placa de
circuitos no doblada, plana, puede equiparse de ma-
nera sencilla y sin coste adicional en equipos automa-
ticos de equipamiento tradicionales.

El conector 2 con sus espigas de contacto 2.1 y
su toma de contacto con las distintas vias conductoras
6 de la placa de circuitos 1, se ha representado aqui,
por razones de simplicidad, simplemente de manera
esquemdtica. Los puntos de las figuras 3a, 3b y 3c re-
presentan la conexion eléctrica con la correspondiente
via de circuitos 6.1, 6.2, 6.3 6 6.4.

En la parte 1.1 presenta la placa de circuitos 1 cua-
tro capas. Estas presentan respectivos recubrimientos
metélicos, aqui vias conductoras 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4.
Entre estas vias conductoras 6 estdn dispuestas tres
capas de material de las placas de circuitos 8.1, 8.2 y
8.3. El material de las placas de circuitos 8 es en par-
ticular una resina epoxi reforzada con fibras (FR4).
Entre el material de las placas para circuitos 8 y las
vias conductoras 6 estdn dispuestas respectivas capas
adhesivas eléctricamente aislantes no representadas.
Esta estructura rige también para la parte 1.2 de la
placa de circuitos, en la que esté dispuesto el conector
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2. Entre las zonas 1.1 y 1.2 estd dispuesta la terce-
ra parte que puede doblarse 1.3, que en la figura 3a
presenta dos escotaduras 9.1 y 9.2. Estas escotaduras
9.1 y 9.2 pueden practicarse por un lado ya durante
la fabricacidon, con lo que en esta parte 1.3 solamen-
te se encuentran dos capas de vias conductoras 6.2 y
6.3 con un nucleo 8.2. Al respecto hay que tener en
cuenta que el material del niicleo - por ejemplo polii-
mida - permite que la placa de circuitos 1 en la parte
1.3 pueda ser doblada al menos una vez. Para el equi-
pamiento presenta una placa de circuitos 1 asi cons-
tituida en la parte 1.3 puntales 13, que refuerzan la
placa de circuitos 1 allf hasta el doblado propiamen-
te dicho y de esta manera simplifican el manejo de la
placa de circuitos.

Alternativamente pueden practicarse posterior-
mente con arranque de viruta las escotaduras 9.1 y
9.2, incluso tras la fabricacién de una placa de cir-
cuitos 1, que estd fabricada primeramente con cuatro
capas, eliminando de nuevo dos capas.

La figura 3b representa otro ejemplo de ejecucion
de una placa de circuitos 1 con un conector 2. Los ele-
mentos que son iguales o similares han sido dotados
aqui de las mismas referencias que en el ejemplo de
ejecucion de la figura 3a. La placa de circuitos 1 de la
figura 3b presenta no obstante s6lo una escotadura 9
en la parte 1.3, con lo que la parte 1.3 una capa exte-
rior 6.1 y una capa interior 6.2 unen la primera parte
1.1 y la segunda parte 1.2 de la placa de circuitos 1.
Esta escotadura 9 puede practicarse igualmente du-
rante la fabricacion o posteriormente practicarse con
arranque de viruta. La escotadura 9 por un solo lado
aporta ventajas técnicas de procedimiento, ya que la
placa de circuitos 1 sélo tiene que ser mecanizada por
un lado.

La figura 3c muestra otro ejemplo de ejecucion de
una placa de circuitos. Aqui estdn unidas dos partes
1.1 que pueden equiparse por los dos lados mediante
en cada caso una zona de doblado 1.3 con una parte
1.2 de la placa de circuitos 1 que porta un conector
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2. Para el alojamiento, se dobla la placa de circuitos
1 en una forma de “U”, con lo que las partes 1.1 se
encuentran aproximadamente una sobre otra y las es-
pigas de contacto 2.1 discurren aproximadamente en
paralelo con las vias conductoras 6. La parte 1.2 une
los componentes dispuestos sobre las primeras partes
1.1 con las espigas de contacto 2.1 y sirve adicional-
mente también para unir ambas primeras partes 1.1
de la placa de circuitos 1. Las escotaduras 9.1 y 9.2 se
han realizado aqui tal como se ha descrito en la figu-
ra 3b, pero también pueden estar realizadas segun el
ejemplo de ejecucién descrito en la figura 3a.

En el ejemplo de ejecucién de la figura 3¢ puede
realizarse mediante una parte 1.2 de varias capas tan-
to un conector de tres filas como uno de varias filas,
asi como también una unién eléctrica de las partes 1.1
de la placa de circuitos 1.

Puesto que la unién de las partes 1.1 y 1.2 pue-
de realizarse tanto mediante las capas exteriores co-
mo también mediante las capas interiores 6 de la pla-
ca de circuitos 1, se reduce la necesidad de espacio
para desconcentrar las vias conductoras, tal como por
ejemplo seria necesario cuando se uniese una via con-
ductora rigida mediante una via conductora flexible
dispuesta mediante una soldadura u otras formas de
toma de contacto.

Si las escotaduras 9 se realizan mediante un proce-
dimiento con arranque de viruta, entonces puede equi-
parse la placa de circuitos 1 primeramente de forma
tradicional, ya que en este momento ain no presen-
ta ninguna parte flexible o que pueda doblarse. Las
escotaduras 9 se forman entonces en una etapa de tra-
bajo tras el equipamiento, por ejemplo fresando una
escotadura 9 por un lado o una escotadura por ambos
lados 9.1 y 9.2, tal como se representa en la figura 3a
en la placa de circuitos 3a.

La disposicién de un componente, aqui un con-
densador 7, sobre la segunda parte 1.2 de la placa de
circuitos 1, se representa en las figuras 3b y 3c igual-
mente de manera esquematica.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de control, en particular para un ve-
hiculo automévil, que presenta:

— una carcasa (3),

- una placa de circuitos (1) de varias capas
de una sola pieza, presentando una capa al
menos un recubrimiento metélico aplicado
sobre un material de substrato y

- presentando la placa de circuitos una pri-
mera parte (1.1) equipada con componen-
tes (5) eléctricos y/o electrénicos, presen-
tando esta primera parte (1.1) al menos
cuatro capas (6, 8),

- presentando la placa de circuitos (1) una
segunda parte (1.2), que presenta igual-
mente al menos cuatro capas (6, 8) y estan-
do unida eléctrica y mecdnicamente con
una espiga de contacto (2.1) de un conec-
tor (2),

- presentando la placa de circuitos (1) una
tercera parte (1.3), que une la primera (1.1)
y la segunda (1.2) partes de la placa de cir-
cuitos (1) y presentando al menos dos ca-
pas (6, 8), siendo la placa de circuitos (1)
en esta tercera parte (1.3) flexible o al me-
nos pudiendo doblarse, y

- estando unidas las espigas de contacto
(2.1) del conector (2) con las vias conduc-
toras (6) de la segunda parte (1.2) de la pla-
ca de circuitos (1) mediante una unién por
introduccién a presion.

2. Dispositivo de control segtin la reivindicacion
1, caracterizado porque

sobre la segunda parte (1.2) estdn dispuestos com-
ponentes (7), que estan unidos eléctricamente con una
espiga de contacto (2.1) y/o una via conductora (6) de
la segunda parte (1.2).

3. Dispositivo de control segiin una de las reivindi-
caciones 1 6 2, caracterizado porque la primera parte
(1.1) de la placa de circuitos (1) estd equipada al me-
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nos parcialmente por ambos lados con componentes
(5) eléctricos y/o electrénicos.

4. Dispositivo de control segtin una de las reivin-
dicaciones 1 a 3, caracterizado porque al menos dos
espigas de contacto (2.1) del conector (2) estdn unidas
eléctricamente mediante una via conductora (6.1) de
la segunda parte (1.2) de la placa de circuitos (1).

5. Procedimiento para fabricar un Dispositivo de
control, que presenta las siguientes etapas:

- equipamiento de una primera parte (1.1)
de una placa conductora (1) de varias ca-
pas y de una sola pieza con componentes
(5) eléctricos y/o electrénicos, presentan-
do la primera parte (1.1) al menos cuatro
capas y presentando una capa al menos un
recubrimiento metalico aplicado sobre un
material de substrato,

- utilizacién de la placa de circuitos (1) en
un suelo (3.1) de una carcasa (3), doblan-
dose una segunda parte (1.2) de la placa de
circuitos (1), que presenta al menos cuatro
capas, mediante doblado antes de o bien
al alojarla en la carcasa (3) en una tercera
parte (1.3) de la placa de circuitos (1), que
presenta al menos dos capas, de tal manera
que los planos de la primera (1.1) y segun-
da (1.2) parte de la placa de circuitos (1)
estan dispuestos con un angulo inferior a
180 grados, en particular con un dngulo de
unos 90 grados,

- fijacién de un conector a la segunda parte
(1.2) de la placa de circuitos (1) y

- cierre de la carcasa (3) con una tapa (3.2),

estableciéndose la conexién eléctrica entre una es-
piga de contacto (2.1) y las vias conductoras (6) de la
segunda parte (1.2) de la placa de circuitos (1) me-
diante introduccidn a presion.

6. Procedimiento para fabricar un dispositivo de
control segtin la reivindicacién 5,

caracterizado porque antes de fijar el conector (2)
sobre la segunda parte (1.2) de la placa de circuitos (1)
se fijan componentes (7) electrénicos y/o eléctricos.
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